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1 引言

本文主要描述了MAPS-MC-LV3PH的硬件开发平台架构，核心功能模块，以及接口定义。

2 概述

2.1 硬件平台

MAPS四色板系列是由恩智浦半导体与第三方共同开发的MCU开发平台，适合于所有恩智浦

的MCU产品。本开发平台采用独创的设计理念，适合评估开发所有恩智浦的MCU产品，具有低

成本、扩展性强、易于复制等特点，满足了用户的差异化需求，适合于所有需要学习、应用恩智

浦MCU产品的人士使用。

MAPS四色板系列提供丰富的通用接口，具有良好的扩展性，适用于芯片评估，产品开发，

功能演示等。整个系统由MCU主板、通用外设板、专业应用板和桥接板等四部分组成。

本开发平台的硬件包含以下四个部分：

 MCU主板(简称M板)——包含MCU主芯片和与主芯片相关的特定功能

 专业应用板(简称 A板)——包含为特定应用而设计的电路板

 通用外设板(简称 P板)——包含多数MCU共有的通用外设接口和器件

 桥接扩展板(简称 S板)——包含适合各种用途的扩展接口，并允许用户制作自定义扩展板

图1. MAPS平台定义
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2.2 MAPS-MC-LV3PH简介

MAPS-MC-LV3PH是一种专业应用板，包含两组对称的电机控制电路，每组电机控制电路采用

MC33937AEK作为预驱动芯片，使用三相六臂全控桥驱动PMSM/BLDC，采用三电阻采样方式，支

持编码器和霍尔传感器。整板通过外部24VDC供电，最大同时驱动2台100W电机。

图2. MAPS-MC-LV3PH正面图

2.2.1 MAPS-MC-LV3PH主要功能模块

a. 标准DC005插座，外部输入24VDC

b. 板载DC-DC电源，输出+15V，+5V，+3.3V

c. 1.65V基准电压输出

d. 制动保护电路

e. 母线电压检测

f. 板级通讯接口CN1和CN2，与M板连接。

g. 两组三相电机驱动电路，每组均包括以下部分：

 由分立MOSFET组成的三相六臂全控桥
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 具有过流保护的预驱动芯片

 三相电流检测

 直流母线电流检测

 LED显示每个MOSFET状态

 编码器和霍尔传感器接口

 DB15转接板

2.2.2 MAPS-MC-LV3PH跳线定义

位号 跳线 连接 功能选择 标号

JP1 1-2-3
1-2 M1的母线电流 M1_I_SENSE_DCB

2-3 M1的A相电压 M1_BEMF_SENSE_A

JP2 1-2-3
1-2 M1的B相电流 M1_I_SENSE_B

2-3 M1的B相电压 M1_BEMF_SENSE_B

JP3 1-2-3
1-2 M1的C相电流 M1_I_SENSE_C

2-3 M1的C相电压 M1_BEMF_SENSE_C

JP4 1-2-3
1-2 M1的A相电流 M1_I_SENSE_A

2-3 2分之1母线电压 V_SENSE_HALF

JP5 1-2-3
1-2 M1的C相电流 M1_I_SENSE_C

2-3 M1的母线电流 M1_I_SENSE_DCB

JP6 1-2-3
1-2 M1的编码器Z信号 M1_INDEX

2-3 M1的霍尔W相 M1_HW

JP7 1-2-3
1-2 LED显示 USER_LED

2-3 M1的霍尔V相 M1_HV

JP8 1-2-3
1-2 M1的预驱动中断 M1_DRV_INT

2-3 M1的霍尔U相 M1_HU

JP9 1-2-3
1-2 M1预驱动的过流信号 M1_DRV_OC

2-3 M1的霍尔U相 M1_HU

JP10 1-2-3
1-2 M2的母线电流 M2_I_SENSE_DCB

2-3 M2的A相电压 M2_BEMF_SENSE_A

JP11 1-2-3
1-2 M2的B相电流 M2_I_SENSE_B

2-3 M2的B相电压 M2_BEMF_SENSE_B

JP12 1-2-3
1-2 M2的C相电流 M2_I_SENSE_C

2-3 M2的C相电压 M2_BEMF_SENSE_C
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JP13 1-2-3
1-2 M2的A相电流 M2_I_SENSE_A

2-3 2分之1母线电压 V_SENSE_HALF

JP14 1-2-3
1-2 M2的C相电流 M2_I_SENSE_C

2-3 M2的母线电流 M2_I_SENSE_DCB

JP15 1-2-3
1-2 M2的编码器Z信号 M2_INDEX

2-3 M2的霍尔W相 M2_HW

JP16 1-2-3
1-2 制动信号 BRAKE_CONTROL

2-3 M2的霍尔V相 M2_HV

JP17 1-2-3
1-2 M2的预驱动中断 M2_DRV_INT

2-3 M2的霍尔U相 M2_HU

JP18 1-2-3
1-2 M2预驱动的过流信号 M2_DRV_OC

2-3 M2的霍尔U相 M2_HU

JP19 1-2-3

1-2
使用33937内部运放输出作为M1

的母线电流信号

2-3
使用板载运放输出作为M1的母线

电流信号

JP20 1-2-3

1-2
使用33937内部运放输出作为M2

的母线电流信号

2-3
使用板载运放输出作为M2的母线

电流信号

JP21 电源调试接线

2.2.3 MAPS-MC-LV3PH与MCU板互连接口(PM)定义

MAPS-MC-LV3PH与MCU板通过2个32脚的DIN连接器互连，共同组成一个完整的应用演示系

统。此接口称为PM接口。所有MCU板一侧的连接器都是针状连接器，两侧信号定义相同，说明

如下表。

2.2.3.1 MAPS-MC-LV3P板的CN1，MAPS-56F84000板的CN4：

序号 信号 MCU 引脚 描述

1 AGND VSSA 
模拟地

2 AGND VSSA

3 AVDD VDDA
模拟电源

4 AVDD VDDA

5 M1_UH GPIOE1 (pin 69)

M1 的 6 路 PWM6 M1_UL GPIOE0 (pin 68)

7 M1_VH GPIOE3 (pin 75)
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8 M1_VL GPIOE2 (pin 74)

9 M1_WH GPIOE5 (pin 83)

10 M1_WL GPIOE4 (pin 82)

11 M1_SS GPIOC7 (pin 50), SS0_B

M1 的 SPI 信号
12 M1_SCLK GPIOC9 (pin 53), SCLK0

13 M1_MISO GPIOC8 (pin 52), MISO0

14 M1_MOSI GPIOC10 (pin 54), MOSI0

15 M1_DRV_OC/M1_HU GPIOF0 (pin 55), XB_IN6
M1 的过流信号/M1 的霍尔 U 信

号

16 M1_DRV_EN GPIOF2 (pin 60) M1 的预驱动芯片使能

17 M1_HU/M1_DRV_INT GPIOF3 (pin 61)
M1 的霍尔 U 信号/预驱动芯片中

断信号

18 M1_RESET GPIOD4 (pin 2) 全局复位信号

19 M1_PHASE_A GPIOC3 (pin 11), TA0
M1 的编码器 A、B 信号

20 M1_PHASE_B GPIOC4 (pin 12), TA1

21 M1_HW/M1_INDEX GPIOC6 (pin 49), TA2 M1 的霍尔 W 信号/编码器过零

22 M1_HV/USER_LED GPIOB3 (pin 42) M1 的霍尔 V 信号/LED

23
M1_I_SENSE_C/M1_I_S

ENSE_DCB
GPIOA4 (pin 21)

M1 的 C 相电流采样/母线电流采

样

24
M1_I_SENSE_A/V_SENS

E_HALF
GPIOA5 (pin 20)

M1 的 A 相电流采样/2 分之 1 母

线电压采样

25 V_SENSE_DCB GPIOA6 (pin 19) 母线电压采样

26
M1_I_SENSE_C/M1_BE

MF_SENSE_C
GPIOB4 (pin 30) M1 的 C 相电流/电压采样

27
M1_I_SENSE_B/M1_BE

MF_SENSE_B
GPIOB5 (pin 29) M1 的 B 相电流/电压采样

28
M1_I_SENSE_DCB/M1_

BEMF_SENSE_A
GPIOB6 (pin 28) M1 的母线电流/A 相电压采样

29 VCC
5V 电源

30 VCC

31 GND VSS 数字地

32 GND VSS 数字地

2.2.3.2 MAPS-MC-LV3PH板的CN2，MAPS-56F84000板的CN4：

序号 信号 MCU 引脚 描述

1 GND VSS
数字地

2 GND VSS

3 VCC
5V 电源

4 VCC
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5 M2_UH GPIOG3 (pin 71)

M2 的 6 路 PWM

6 M2_UL GPIOG2 (pin 70)

7 M2_VH GPIOG1 (pin 79)

8 M2_VL GPIOG0 (pin 78)

9 M2_WH GPIOE9 (pin 73)

10 M2_WL GPIOE8 (pin 72)

11 M2_SS GPIOF7 (pin 95), SS1_B

M2 的 SPI 信号
12 M2_SCLK GPIOF14 (pin 91), SCLK1

13 M2_MISO GPIOF12 (pin 89), MISO1

14 M2_MOSI GPIOF13 (pin 90), MOSI1

15
M2_DRV_OC/M2_HU GPIOE6 (pin 84), XB_IN4 M1 的过流信号/M1 的霍尔 U 信

号

16 M2_DRV_EN GPIOE7 (pin 85) M2 的预驱动芯片使能

17
M2_HU/M2_DRV_INT GPIOG6 (pin 86) M2 的霍尔 U 信号/预驱动芯片中

断信号

18 M2_RESET GPIOD4 (pin 2) 全局复位信号

19 M2_PHASE_A GPIOC2 (pin 5), TB0
M2 的编码器 A、B 信号

20 M2_PHASE_B GPIOF8 (pin 6), TB1

21 M2_HW/M2_INDEX GPIOF6 (pin 94), TB2 M2 的霍尔 W 信号/编码器过零

22
M2_HV/BRAKE_CONTR

OL
GPIOC0 (pin 3)

M2 的霍尔 V 信号/制动信号

23
M2_I_SENSE_C/M2_I_S

ENSE_DCB
GPIOA0 (pin 22) M2 的 C 相电流采样/母线电流采

样

24
M2_I_SENSE_A/M2_V_

SENSE_HALF
GPIOA1 (pin 23) M2 的 A 相电流采样/2 分之 1 母

线电压采样

25 V_SENSE_DCB GPIOA2 (pin 24) 母线电压采样

26
M2_I_SENSE_C/M2_BE

MF_SENSE_C
GPIOB0 (pin 33)

M2 的 C 相电流/电压采样

27
M2_I_SENSE_B/M2_BE

MF_SENSE_B
GPIOB1 (pin 34)

M2 的 B 相电流/电压采样

28
M2_I_SENSE_DCB/M2_

BEMF_SENSE_A
GPIOB2 (pin 36)

M2 的母线电流/A 相电压采样

29 AVDD VDDA 模拟电源

30 AVDD VDDA 模拟电源

31 AGND GNDA 模拟地

32 AGND GNDA 模拟地

2.2.4 传感器接口定义

CN5，CN7 –编码器接口
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序号 信号 描述

1 GND 数字地

2 INDEX 编码器 Z 信号

3 PHASE_B 编码器 B 信号

4 PHASE_A 编码器 A 信号

5 VCC 5V 电源

CN4，CN6 –霍尔接口

序号 信号 描述

1 GND 数字地

2 HW 霍尔 W 信号

3 HV 霍尔 V 信号

4 HU 霍尔 U 信号

5 VCC 5V 电源

图3. MAPS-MC-LV3PH正面图

2.2.5 转接板

转接板适配标准的DB15电机传感器接口：

序号 信号 描述 序号 信号 描述 序号 信号 描述

1 EA+ 编码器 A 相+ 6 NC 无 11 EA- 编码器 A 相-

2 EB+ 编码器 B 相+ 7 EZ+ 编码器 Z 信号+ 12 EB- 编码器 B 相-
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3 GND 数字地 8 EZ- 编码器 Z 信号- 13 VCC 5V 电源

4 HW 霍尔 W 信号 9 HV 霍尔 V 信号 14 NC 无

5 HU 霍尔 U 信号 10 NC 未连接 15 NC 无

2.2.6 滑动变阻器

通过滑动变阻器R10/R19设置M1/M2的预驱动芯片MC33937过流检测的阈值。关于MC33937过流

保护功能请参考MC33937的数据手册。
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